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MEDIENINFORMATION
Alle Einheiten weltweit unter der Marke ASMPT zusammengefasst
ASMPT setzt neuen Meilenstein mit globalem Rebranding
Singapur, Hongkong, München, 1. August 2022 – ASMPT Limited, weltweit führender Anbieter von Hardware- und Softwarelösungen für die Semiconductor- und Elektronikfertigung, hat einen weiteren Meilenstein in seiner jahrzehntelangen erfolgreichen Geschichte gesetzt: Der 1975 gegründete Technologiekonzern, der bislang unter dem Namen „ASM Pacific Technology" firmierte, hat jetzt alle seine Segmente, Geschäftsbereiche und Regionen weltweit unter der einheitlichen Marke "ASMPT" zusammengefasst.
Seit mehr als 40 Jahren unterstützen ASMPT Lösungen unzählige Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen mit einer breiten Palette an Semiconductor- und Elektronikfertigungslösungen – für eine zunehmend digitalisierte Welt, die Menschen, Unternehmen und Gesellschaften unaufhaltsam verändert.
ASMPT hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist sowohl organisch als auch durch zielgerichtete strategische Akquisitionen gewachsen: vom Equipment-Lieferanten zum Anbieter von Komplettlösungen für die Semiconductor- und Elektronikfertigung bis hin zum Synonym für die Integrated Smart Factory.
„Der Name „ASMPT“ vereint jetzt all unsere Regionen und Geschäftsbereiche auf der ganzen Welt unter einer einzigen Marke“, erklärt Robin Ng, Group CEO, ASMPT. „ASMPT“ knüpft an unsere Historie und unser Renommee an – er positioniert uns als globales Hightech-Unternehmen und Branchenführer, der sich der Welt mit einer einheitlichen Identität präsentiert.“
Das moderne Logo, verbunden mit der ASMPT Vision "Enabling the digital world", steht als unverwechselbare Identität für das Versprechen, eine positive und nachhaltige Zukunft für Kunden, Partner, Investoren, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu gestalten.

Hauptgeschäftsbereiche von ASMPT
Die beiden Hauptgeschäftsbereiche ASMPT Semiconductor Solutions und ASMPT SMT Solutions sind führende und einflussreiche Akteure in ihren jeweiligen Bereichen. Sie sind Markt- und Technologieführer in Schlüsselsektoren wie Advanced Packaging, Automotive Electronics, Communications, Computers sowie Consumer und Industrial Equipment.
Das Segment ASMPT Semiconductor Solutions (SEMI) zeichnet sich durch sein einzigartiges, breit gefächertes und umfangreiches Portfolio von Mainstream- und Advanced-Equipment für Semiconductor Assembly und Packaging aus. Die Lösungen von SEMI reichen von Film Deposition über Bonding, Moulding und Trim&Form bis hin zur Integration von Maschinen in komplette Inline-Systeme für Mikroelektronik-, Semiconductor-, Photonik-, Optoelektronik- oder Endanwendungen. 
Das Segment ASMPT SMT Solutions umfasst Best-in-Class Hard- und Softwarelösungen wie SIPLACE Bestückungsautomaten, DEK Drucklösungen, Inspektions- und Materiallager-Lösungen, die Smart Shopfloor Management Suite WORKS sowie – in enger Zusammenarbeit mit der ASMPT Tochtergesellschaft Critical Manufacturing – moderne und hochflexible Manufacturing Execution Systems (MES). Diese Kombination aus Lösungen und Know-how bildet die Grundlage für das durchgängige Automatisierungskonzept Open Automation und ebnet den Weg für die Integrated Smart Factory.

Für die Kunden bleibt mit der neuen Corporate Identity alles beim Alten: Sie profitieren auch weiterhin von Innovationskraft, Leistungsbereitschaft und Qualitätsansprüchen des Weltmarktführers und seinem exzellenten Partnernetzwerk.




Verfügbares Bildmaterial
Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit: 
https://kk.htcm.de/press-releases/asmpt/
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Alle Geschäftsbereiche und Regionen weltweit unter neuer Corporate Identity vereint – der jüngste Meilenstein in der mehr als 40-jährigen Erfolgsgeschichte des Technologieführers ASMPT.
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Über ASMPT Limited („ASMPT“)
[bookmark: _Hlk109986664]ASMPT (HKEX Stock Code: 0522) mit Hauptsitz in Singapur ist weltweit führender Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für die Semiconductor- und Elektronikfertigung. Das Angebot von ASMPT umfasst die Bereiche Semiconductor Assembly und Packaging sowie SMT (Surface Mount Technology): von der Wafer-Beschichtung bis hin zu den verschiedensten Lösungen für Assembly und Packaging empfindlicher elektronischer Komponenten in einer breiten Palette von Endverbrauchergeräten, darunter Elektronik, mobile Kommunikation, Computer, Automobilindustrie, Industrie und LED (Displays). Engste Zusammenarbeit von ASMPT mit seinen Kunden und kontinuierliche Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen erheblich dazu bei, dass ASMPT innovative und kosteneffiziente Lösungen und Systeme anbietet, mit denen Anwender höhere Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität erzielen.

ASMPT gehört zu den Werten des Hang Seng Composite MidCap Index, des Hang Seng Composite Information Technology Industry Index sowie des Hang Seng HK 35 Index.

Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf asmpt.com.
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